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株式会社ＳＵＭＣＯが発行する種類株式引受けに関するお知らせ 

 

当社は、持分法適用関連会社である株式会社ＳＵＭＣＯ（コード番号 3436：東証第一部）（以

下、「ＳＵＭＣＯ」）の経営基盤強化を目的として、同社が第三者割当により発行するＡ種種類株

式（以下、「本Ａ種株式」）を引き受けることを本日開催の当社取締役会において決定いたしまし

たので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 
 
１．本Ａ種株式引受けの理由 
   平成 24 年２月２日にＳＵＭＣＯが公表したとおり、同社は現状の厳しい市場環境下におい

ても、安定した収益を上げ得る企業体質を実現するため、「事業再生計画」を策定し実行する

ことを決定しました。これに伴い、当社は同日付の「株式会社ＳＵＭＣＯからの優先株式引

受け要請について」でお知らせしたとおり、経営基盤強化を目的としたＳＵＭＣＯからの優

先株式引受け要請に対して真摯に協議、検討してまいりました。 

  この結果、当社といたしましては、ＳＵＭＣＯが当社の主要な関係会社であり、かつ重要

な取引先であることから、同社が「事業再生計画」を確実に実行するため財務体質の安定化

を図り、取引先からの信用の維持・向上につなげることが、当社の企業価値維持・向上にも

資するものと判断し、同社が第三者割当により発行する 150 億円の本Ａ種株式を引き受ける

ことを決定いたしました。 
 

２．ＳＵＭＣＯの概要 
（１） 商 号 株式会社 ＳＵＭＣＯ 

（２） 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 取締役社長 田口 洋一 

（３） 本 店 所 在 地 東京都港区芝浦１-２-１ シーバンスＮ館 

（４） 設 立 年 月 日 平成11年７月 

（５） 決 算 期 １月 

（６） 主 な 事 業 内 容 半導体用シリコンウェーハの製造、販売 

（７） 資 本 金 1,141億円（平成24年１月31日現在） 

（８） 発 行 済 株 式 総 数 普通株式257,751千株（平成24年１月31日現在） 

うち、当社保有株式数71,700千株（27.82％） 

 
 



３．第三者割当増資引受けの概要 
   当社は今回、ＳＵＭＣＯが第三者割当により発行する本Ａ種株式の一部を引受けます。詳細に

つきましては、本日ＳＵＭＣＯ公表の「第三者割当による種類株式の発行に関するお知らせ」を

ご参照下さい。 

（１） Ａ 種 種 類 株 式 150株 

（２） 発 行 価 額 １株につき 金100,000,000円 

（３） 当社引受価額の総額 15,000,000,000円 

    

４．今後の日程 

平成 24 年４月 26 日： ＳＵＭＣＯ定時株主総会の決議（予定） 

平成 24 年５月 11 日： 払込期日（本Ａ種株式発行日）（予定） 

 

５．当社業績への影響 

   本Ａ種株式引受けによる、当社の平成 24 年３月期通期の業績に与える影響はありません。 

 

以 上 


